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Talos F200X场发射透射电子显微镜
一、功能
[bookmark: OLE_LINK2]1.可进行组织分析，拍摄明场像、暗场像、高分辨像（HRTEM），扫描透射高角环形暗场像（STEM- HAADF）；
2.可进行选区电子衍射（SAED）和会聚束衍射 (CBED)，分析微区晶体结构、样品厚度以及材料应变场；
3.配备能谱仪和能量损失谱仪，可进行微区成分、价键分析；
4.具有三维重构功能，可获得样品的三维形貌；
二、技术指标
[bookmark: OLE_LINK1]1.HRTEM线分辨率：0.10nm@200 kV；
[bookmark: OLE_LINK6]2.STEM 分辨率：0.16 nm @200 kV；
3.能谱仪能量分辨率：136 eV；
4.电子能量损失光谱能量分辨率：0.8 eV；
三、特色
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]1.分割式STEM探头，可进行扫描透射电子显微术成像（STEM）其中包括明场像（BF），环形明场像 (ABF)，环形暗场像（ADF）以及高角度环形暗场像 (HAADF)，实现对轻重元素成像；
2.可进行差分相位衬度成像（DPC）和积分差分相位衬度成像（iDPC），实现轻重元素原子的同时成像和对电子束敏感材料高信噪比的成像；
3.无窗口四探头Super-X超级能谱探测器（探头面积120mm2），能够在任意样品倾角下实现快速高精度的EDS 分析；
4.配有EELS系统，可进行微区价键分析；
5.配有3D重构成像系统，自动进行原始数据采集、对中、重构。 


